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1. はじめに

　近年，限られたサイズの中に多くの機能を高密度に集約
し，便利で快適な社会を実現するために，さまざまな電子
機器の小型薄型化が求められてきた。電子機器の小型薄型
化を牽引する技術として，三次元実装技術と部品内蔵技術
が注目されており，三次元実装技術はチップスタックを中
心に検討され，主にハイエンド製品向けに開発されてい
る。一方，部品内蔵技術はローエンド製品である携帯電話
やスマートフォンなどのモジュール部品やメインボードへ
製品採用され 1)，さらには，自動車分野においても既に量
産化され，その小型化効果は実証されている 2)。
　部品内蔵技術委員会内の技術調査研究会では，周辺技術
や要素技術も含めた部品内蔵技術に関して最新情報を調査
し，それを基に公開研究会を企画して，毎回多くの方の参
加を頂いている。本稿では，最近の公開研究会で講演され
た内容を中心に，部品内蔵技術の現状と展望について報告
する。

2. 部品内蔵配線板の採用例

2.1	 携帯端末部品向け部品内蔵配線板

　携帯端末向けのモジュール部品に部品内蔵配線板が既に
採用された例として，ここでは，部品内蔵B2itTM配線板 3),4)

について紹介する。この B2itTM配線板は，導電性ペースト
で形成した突起状のバンプを層間接続に用いることに特徴
がある。B2itTM配線板プロセスの概略を図 1に示す。この
配線板の特長としては，層間接続が完全なドライプロセス
（プリンタブルエレクトロニクス）であり，環境負荷の少な
いエコロジーなプロセスであるとも言える。
　これを用いた部品内蔵 B2itTM配線板のコンセプトとして
は，既存技術を多用することにより，高い信頼性とコスト
パフォーマンスを実現するものである。具体的には，下記
の通りである。
①市販の汎用電子部品を内蔵
　内蔵専用部品を必要とせず，市販の表面実装用部品を内
蔵可能なため，内蔵部品の調達リスク（コスト，リードタ
イム，など）を低減できる。
②受動チップ部品と能動部品を混載内蔵
　受動部品・能動部品を問わず内蔵部品を自由に選択可能

部品内蔵技術の現状と展望

Recent Progress and Prospect of Device Embedded Technology

部品内蔵技術委員会

特集／エレクトロニクス実装技術の現状と展望

図 1.　B2itTM配線板プロセスの概略 3)


